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これまでの歩み
• 2019.09.30 ＶＤＥＣとＡＩ拠点とRISC-V
• 2021.04.21 チップの⺠主化とVDEC, d.labおよびAI拠点
• 2021.11.19 VDEC / d.lab & AI拠点〜チップの⺠主化とRISC-V
• 2022.05.31 ようこそRISC-V Days Tokyo 2022 Spring
• 2022.11.16 チップ設計の⺠主化と我々の取り組み
• 2024.01.16 Introduction to Agile-X Project~2-week chip TAT 

project for chip democratization~
• 2025.02.27 先端デジタルSoC設計プラットフォーム〜設計⼈材育成・教育〜
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国内の研究会におけるRISC-Vの位置づけ
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こんなのどうやって創るの︖

IBM z: 2015年: 22nm
5.2GHz, 40億Tr/71億Tr, 8core

Intel E5-2600v3: 2015年: 
22nm, 3.8GHz, 56億Tr, 
18core

IBM TrueNorth: 2016年: 
1Mニューロン, 256Mシナプ

ス28nm, 54億Tr, 4.3cm2

AMD Zen 2: 2020年: 7nm, 
4.7GHz, 39億Tr, 4 core x 16 
tier  64 core
+ IO Tier

Apple M1 Ultra: 2022年: 
5nm, ??GHz, 1,140億Tr, 
CPU 20core+GPU64core

AMD Zen 4: 2024年
: 5nm, 90億Tr, + IO 
Tier 6nm 110億Tr
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なぜこのようなチップ・チップベンチャーが出てこない︖
• 投資（半導体を理解した投資）の⽋如

– ~100億程度のリスクマネーが必要、それを軽減するためには、ウエハシャトルの無料枠
などの施策が不可⽋

• モチベーション（山っ気）の⽋如
– ほんのお隣のAI分野では山ほど起業があるので、これは理由ではないかも︖

• アイデアの⽋如
– 同上︖

• 環境の⽋如
– VDEC・AIDC等の活動はあれどそれだけでは不⾜︖

• 設計者/アーキテクトの⽋如
– ということで⼈材育成・教育
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Advanced SoC Design Talent Incubation ProgramdiP

デジタルSoC設計⼈材の育成をめざして
2024年11月~ (講座開始は2025年5月）
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初級・中級・上級 3つのコース
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新⼈教育や社員のリスキリング
最先端EDAツールのスペシャリスト育成コース
半導体設計の各工程で利⽤する最先端EDAツールの
使いこなしを学ぶ9つのコース
デジタル回路・アナログ回路における設計フローの各工
程で必要なスキルを、集中的に学習
• 修了試験合格者には修了証を授与

実践的な開発体験を通して即戦⼒としてのスキル
28nmノード以細のロジック半導体の設計人材育成コース

AIチップ設計拠点の最先端半導体設計・検証環境と試
作・動作実績のある SoC設計資産を活⽤
実践的な半導体設計技術者を目指す
半導体産業全体の知⾒を深める講座

最先端の環境でキャリアとスキル
Tenstorrent(米国サンタクララ・オースティン)によるOJTプログラム: 
⼀流のエンジニアや関係者と、仕様定義、開発項目の決定、エンジ
ニアチームの編成、プロジェクト全体のとりまとめなどを集中的に学ぶ
半導体製品開発の全体構想を纏められるアーキテクトとしての即戦
⼒、国際的なコミュニケーション能⼒、ビジネスセンス
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米国を中心とした取り組み
• 投資

– DARPA CRAFTプロジェクト: TSMC 16nm試作の無料試作: 2016~2019(おお
むね20億円のプロジェクトで、当時最先端チップ設計試作を無料で⼤学に提供）
• 複数の成果が国際会議に採択

• 設計者/アーキテクトの⽋如
– チップテープアウト講義の実施（2020~︓Appleが資⾦、Intelが12nm試作無料

枠を提供︖)︓主に⼤学院（⼀部学部⽣も参加）のセメスターを跨いだテープアウト講
義・実習
• 講義の内容にもかかわらず著名国際会議に採択発表されている
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２０１６－２０１９の４年間：
１回のシャトル（５億円程度？（推測））ｘ４回？＝２０億
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各国におけるテープアウト講義・・・
内容大学

Cadence  OpenSourceETH
EE271/EE272/EE372/EE391: Intro to VLSI/Chip Design Flow/Tapeout Class/Chip Testingスタンフォード

18-220/240/320 – Core circuits/Core logic design/Basic analog and digital circuits
18-422/622 – Introduction to digital VLSI design Fall
18-525/725  – Projects in IC design (UG capstone)/Projects in IC design: taping out Spring
18-726 – Projects in IC design: first silicon Fall
60 students – mix of PhD, MS, and undergrad: Self-formed teams of 4-5 students, 15 projects per class,  Digital, mixed-signal, and analog/RF designs: 
Commercial tool flow (mainly Cadence), TSMC 28nm (added TSMC 180nm this year)

CMU

Schematic to Silicon: ADC Tapeout in 10 Weeks, TSMC 65 GP, Cadence workflow, 9 (!) circuits professors, 17 (!) graduate-level circuits classes, 2-quarterで実
施：senior-level undergraduate and first-year graduate
・ECE 266A (Spring): Physical design and simulation, Chip fabrication (over the summer) <-- Critical for a quarter-based system!
・ECE 266B (Fall): Measurement and characterization
First offered in Fall 2021, annually since, enrollment limited to 50, 18 chips taped out (!!!), 200 students have completed the course (~25% PhD, 37% MS, 30% 
BS-MS, 8% / https://github.com/ProfDrewHall/SAR_ADC

UCSD

TSMC28nm  Intel 16nm,  Mostly undergraduate (EE)CS students, with no chip design experience, Design complete SoCs, by teams of ~20 students, Build a
design template (Chipyard) through a series of labs, Students exposed to (almost) every step in the chip design process, Tape out in Spring, fabricate over the 
Summer, bring up in Fall

UCB

Challenges of EDA in Classroom Environments, Current State of Design in R2/R3 Universities, First Success: CMC Microsystems in HLS and DAC, Howard 
University Advanced IC Design Course, Improvements for High-Level Synthesis – Flowkit
High Cost of Entry: 123 of licensees are R1 institutions: 83% of all R1s InstitutesNon-R1s constitute 92 licenses:  Only 4.8% of non-R1 technical universities
Howard University: Support through Apple New Silicon Initiative, TSMC 180nm R RF G

Nortre
Dame, IN

Objective: to design an SoC from RTL to GDSII in 15 weeks, Class Size: 30
Prerequisites: digital logic design, computer architecture, and microelectronic circuits
Foundry access to 16 nm FinFet technology via Intel University Shuttle University Program 
EDA Tools: Open Source (e.g., Chipyard, OpenTitan) and commercial (Cadence, Siemens, and Synopsys)

Morgan 
State 
Univ.
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ESSERC2025での驚き
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ご清聴ありがとうございます


